
适用于 fcCSP 封装的 
硅集成散热片

技术解决方案

硅可以有效替代铜作为散热片材料。

关键亮点

ff 由于热传导性佳，而且加工简单，硅可以有效替代铜作为散热片材料
ff 硅集成散热片 (IHS) 可被嵌在模塑内部，其顶部暴露并与外部散热器接触

结构示例包括：

单晶粒 fcCSP 中的
嵌入式与外露式硅 IHS
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并排混合结构中的
嵌入式和外露式 Si IHS

混合结构中的双硅 IHS

堆叠混合结构中的
嵌入式和外露式硅 IHS
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硅集成散热片的考虑因素

Amkor 的封装增强体可被嵌在模塑内
部，其顶部暴露并与外部散热器 
接触。


